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１．概要（Summary） 

本研究は，細胞を微小構造体上で培養し，微小構造

体に力を加えることで，細胞に力刺激を伝達することを目

的とする．微小構造体は細胞を培養液ごと梱包し，培養

できるようにカプセル形状をした，いわば筐体となる． 

力センサの筐体である微小構造体の作製において，一

般的な切削加工や射出成型，3 次元造形等では十分な

精度を得ることはできない．そこで，フォトリソグラフィ技術

の利用を検討した．本研究では，ドライエッチングを用い

て，シリコン基板を削り出し，微小構造体用のモールドを

作製する．構造体の特性上，モールドの厚みは 500 µm

以上必要であった．そこで，厚さ 525 µm のシリコン基板

をドライエッチングで彫り込む．しかし，この場合，シリコン

基板が貫通してしまい，モールドの中パーツが抜け落ち

てしまう．そこで，先ず，シリコン基板とガラス基板の接合

を目指し，京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の基板接

合装置（B17）を利用した．ガラス基板はドライエッチング

により削られることは無いため，シリコン基板が貫通しても，

中パーツはガラス基板に接着しており抜け落ちることは無

い． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

基板接合装置（SB8e, Suss Microtec）（B17） 

【実験方法】 

直径 4 インチのシリコン基板，及び直径 4 インチの

TEMPAX ガラス基板を基板接合装置を用いて接合した．

シリコン基板の研磨面を接合した．更に，接合した複合基

板のシリコン表面（研磨していない面）に感光性エポキシ

樹脂 （SU-8）を塗布した．感光性樹脂の厚みはスピンコ

ータによって約 50 µm とした． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した複合基板を Fig. 1 に示す．ガラス面から観察

することで，シリコン基板とガラス基板がムラなく，完全に

密着していることが確認できた．Fig. 2にSU-8を塗布した

複合基板を示す．SU-8の密着面はシリコン基板の裏面で

あり，研磨面と比較して表面処理は粗いが，SU-8 は問題

無く広がり，目的の厚みを形成，接着した． 
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